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(57)摘要

本发明公开了一种用于石墨烯加热膜的耐

高温导电浆料及其制备方法，导电银浆配方以质

量份数计，包括耐高温树脂9.1-10 .2份，强极性

有机溶剂34 .4-35 .7份、附着力促进剂1.5-1 .7

份、防沉助剂1.6-1 .9份、粉体定向剂1.1-2.1份

以及银粉49.7-51份，其中所述耐高温树脂指熔

点大于300℃的树脂，所述银粉为粒径在1～15um

的片状银粉，或1～15um的片状银粉与0.5～5um

球状银粉的混合物，比例为4:1～10:1。本发明制

备的导电银浆在300℃高温下，性能变化极小，可

以扩展其在石墨烯加热膜上的应用。
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1.一种用于石墨烯加热膜的耐高温导电浆料，其特征是，以质量份数计，包括耐高温树

脂9.1-10.2份，强极性有机溶剂34.4-35.7份、附着力促进剂1.5-1.7份、防沉助剂1.6-1.9

份、粉体定向剂1.1-2.1份以及银粉49.7-51份，其中所述耐高温树脂指熔点大于300℃的树

脂，所述银粉为粒径在1～15um的片状银粉，或1～15um的片状银粉与0.5～5um球状银粉的

混合物，比例为4:1～10:1。

2.根据权利要求1所述的一种用于石墨烯加热膜的耐高温导电浆料，其特征是，所述耐

高温树脂指熔点大于330℃。

3.根据权利要求1所述的一种用于石墨烯加热膜的耐高温导电浆料，其特征是，所述耐

高温树脂选自热塑性PI纯树脂、可溶性改性PI树脂、碳纤维增强PI树脂中的一种或几种混

合物。

4.根据权利要求1所述的一种用于石墨烯加热膜的耐高温导电浆料，其特征是，所述强

极性有机溶剂选自DMF、DMAC、NMP中一种或几种的混合物。

5.根据权利要求1所述的一种用于石墨烯加热膜的耐高温导电浆料，其特征是，所述附

着力促进剂选自硅烷偶联剂、钛酸酯偶联剂、锆类偶联剂或镁类偶联剂。

6.根据权利要求1所述的一种用于石墨烯加热膜的耐高温导电浆料，其特征是，所述防

沉助剂选自聚乙烯蜡、聚酰胺蜡或气相二氧化硅。

7.根据权利要求1所述的一种用于石墨烯加热膜的耐高温导电浆料，其特征是，所述粉

体定向剂选自PN411、BYK410、BYK-E410、BYK-D410、BYK420或道康宁DC3。

8.一种用于石墨烯加热膜的耐高温导电浆料的制备方法，其特征是，基于权利要求1-7

任一项所述的导电浆料配方，包括以下步骤：

(1)将耐高温树脂与强极性有机溶剂在80℃～100℃的温度下搅拌溶解8～10h，冷却至

室温；

(2)将步骤(1)中均匀溶解的树脂与溶剂以及附着力促进剂、防沉助剂、以及粉体定向

剂放入搅拌装置中，进行混合，将混合好的物料放入研磨机中进行研磨，研磨直至细度降低

至3μm以下；

(3)将银粉加入步骤(2)中研磨好的物料中，重复步骤(2)的混料与研磨步骤，研磨直至

细度至15μm以下，即得所述导电银浆。
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一种用于石墨烯加热膜的耐高温导电浆料及其制备方法

技术领域

[0001] 本发明涉及一种用于石墨烯加热膜的耐高温导电浆料及其制备方法，属于导电浆

料技术领域。

背景技术

[0002] 石墨烯电热膜是一种通电后能发热的复合薄膜，由可导电的特制油墨、金属载流

条经加工、热压在绝缘薄膜间制成。目前石墨烯电热膜的应用主要包括可穿戴热理疗设备、

电暖取暖设备、加热电器设备三大领域。

[0003] 现有石墨烯电热膜结构一般包括衬底、粘结剂、石墨烯膜、导电层、金属电极及保

护膜，为层叠结构。其中导电层一般为低温导电银浆，多采用丝网印刷的工艺，印刷于石墨

烯膜上。其作用为降低石墨烯膜和金属电极间的接触电阻；在符合电阻设计要求的情况下

也可直接作为电极。

[0004] 传统的加热电器中应用的烧结陶瓷电热膜，加工成本高，加工工艺复杂，耗能高，

污染大，但在烤箱、烤炉等电器及工业加热设备中的石墨烯电热膜，目前还没有大范围的应

用，原因在于其中的各种高分子材料，包括低温导电银浆，所能承受的极限温度往往在200

℃以下。长时间高温会使银浆中高分子材料加速老化，缩短使用寿命；严重时，瞬时高温会

烧损银浆制成的导电线路造成功能失效。由于上述原因，目前市面上低温导电银浆在石墨

烯电热膜中的应用受到极大的限制。

发明内容

[0005] 本发明所要解决的技术问题是，提供一种用于石墨烯加热膜具有耐高温性能的导

电浆料及其制备方法。

[0006] 为解决上述技术问题，本发明采用的技术方案为：

[0007] 一种用于石墨烯加热膜的耐高温导电浆料，以质量份数计，包括耐高温树脂9.1-

10.2份，强极性有机溶剂34.4-35.7份、附着力促进剂1.5-1.7份、防沉助剂1.6-1.9份、粉体

定向剂1.1-2.1份以及银粉49.7-51份，其中所述耐高温树脂指熔点大于300℃的树脂，所述

银粉为粒径在1～15um的片状银粉，或1～15um的片状银粉与0.5～5um球状银粉的混合物，

比例为4:1～10:1。

[0008] 所述耐高温树脂指熔点大于330℃。

[0009] 所述耐高温树脂选自热塑性PI纯树脂、可溶性改性PI树脂、碳纤维增强PI树脂中

的一种或几种混合物。

[0010] 所述强极性有机溶剂选自DMF、DMAC、NMP中一种或几种的混合物。

[0011] 所述附着力促进剂选自硅烷偶联剂、钛酸酯偶联剂、锆类偶联剂或镁类偶联剂。

[0012] 所述防沉助剂选自聚乙烯蜡、聚酰胺蜡或气相二氧化硅。

[0013] 所述粉体定向剂选自PN411、BYK410、BYK-E410、BYK-D410、BYK420或道康宁DC3。

[0014] 一种用于石墨烯加热膜的耐高温导电浆料的制备方法，基于上述导电浆料配方，
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包括以下步骤：

[0015] (1)将耐高温树脂与强极性有机溶剂在80℃～100℃的温度下搅拌溶解8～10h，冷

却至室温；

[0016] (2)将步骤(1)中均匀溶解的树脂与溶剂以及附着力促进剂、防沉助剂、以及粉体

定向剂放入搅拌装置中，进行混合，将混合好的物料放入研磨机中进行研磨，研磨直至细度

降低至3μm以下；

[0017] (3)将银粉加入步骤(2)中研磨好的物料中，重复步骤(2)的混料与研磨步骤，研磨

直至细度至15μm以下，即得所述导电银浆。

[0018] 本发明所达到的有益效果：采用本发明制备的导电银浆经300℃耐高温试验下，电

阻变化＜±5％，银浆线路无颜色变化，说明本发明产品在300℃高温下，性能变化极小，可

以满足导电银浆在300℃下的使用要求，可以扩展其在石墨烯加热膜上的应用。

具体实施方式

[0019] 下面对本发明作进一步描述。以下实施例仅用于更加清楚地说明本发明的技术方

案，而不能以此来限制本发明的保护范围。

[0020] 实施例1、2与对比例1具体配方见表1

[0021] 制备方法如下：

[0022] 步骤(1)根据表1中配方将树脂与溶剂在加热90℃的温度下搅拌溶解9h，冷却至室

温。

[0023] 步骤(2)将均匀溶解的树脂和溶剂、附着力促进剂、防沉助剂、粉体定向剂放入双

行星搅拌装置中，进行分散，分散转速1000R/min，搅拌转速50R/min，分散时间70min；然后

将混合好的物料放到三辊轧机上进行研磨分散，研磨直至细度降低至3μm以下。

[0024] 步骤(3)将导电粉体加入其中，重复双行星分散步骤与研磨步骤，最终导体浆料研

磨细度至15μm以下，导体浆料制作完毕。

[0025] 表1为各实施例与对比例成分配比
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[0026]

[0027] 将制得的实施例导电银浆与对比例导电银浆进一步印刷、干燥固化后，印刷为长*

宽*厚度＝100mm*10mm*5um尺寸的线条，使用万用表测试实施例的电阻在10Ω左右。经过

300℃耐高温试验，实施例1、2的电阻变化＜±5％，银浆线路无颜色变化。而对比例印刷的

电路有发黑、烧损的痕迹，电阻变化远超过5％。

[0028] 以上所述仅是本发明的优选实施方式，应当指出，对于本技术领域的普通技术人

员来说，在不脱离本发明技术原理的前提下，还可以做出若干改进和变形，这些改进和变形

也应视为本发明的保护范围。
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